
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５）【発行日】令和６年１０月２日（２０２４．１０．２）

（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）
（１１）【登録番号】意匠登録第１７８１２７０号（Ｄ１７８１２７０）
（２４）【登録日】令和６年９月２４日（２０２４．９．２４）

（５４）【意匠に係る物品】センサモジュール
（５２）【意匠分類】Ｈ１－５５００

（５１）【国際意匠分類】Ｌｏｃ（１４）Ｃｌ．１０－０５
【Ｄターム】Ｈ１－５５００ＶＺＡ
（２１）【出願番号】意願２０２４－１１７７６（Ｄ２０２４－１１７７６）

（２２）【出願日】令和６年６月１１日（２０２４．６．１１）
（３１）【優先権主張番号】１１２３０６９２４
（３２）【優先日】令和５年１２月３０日（２０２３．１２．３０）

（３３）【優先権主張国・地域又は機関】台湾（ＴＷ）
（７２）【創作者】
【氏名】林駿杰

【住所又は居所】台湾新竹科學▲園▼區新竹市力行五路１號
（７３）【意匠権者】
【識別番号】５２３４３３７９０

【氏名又は名称】台亞半導體股▲フン▼有限公司
【氏名又は名称原語表記】Ｔａｉｗａｎ－Ａｓｉａ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ

ｎ
【住所又は居所】台湾新竹科學▲園▼區新竹市力行五路１號
【住所又は居所原語表記】Ｎｏ．　１，　Ｌｉ－Ｈｓｉｎ　５ｔｈ　Ｒｄ．，　Ｈｓｉｎｃｈｕ　Ｓｃｉｅ

ｎｃｅ　Ｐａｒｋ，　Ｈｓｉｎｃｈｕ　Ｃｉｔｙ　３００７８，　Ｔａｉｗａｎ
（７４）【代理人】
【識別番号】１００１６７６８９

【弁理士】
【氏名又は名称】松本　征二
【審査官】成田　陽一　　

（５５）【意匠に係る物品の説明】この物品は、ウェアラブルデバイス上で使用され、光を受光し電流信号
または電圧信号に変換するために複数の六角形のフォトダイオードをリング状に配置したセンサモジュール

である。
（５５）【意匠の説明】実線で表わした部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。背
面図は、正面図と対称に表れるため省略する。右側面図は、左側面図と対称に表れるため省略する。

【図面】
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【正面図】
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【底面図】
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